
北京君正集成电路股份有限公司                            2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 

 1 

北京君正集成电路股份有限公司 

2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 

 

一、募集资金基本情况 

（一）实际募集资金金额、资金到位情况 

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关

于核准北京君正集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监

许可[2011]691 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商齐鲁证券有限公司（后

更名为“中泰证券股份有限公司”）采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发

行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,000 万股（每股面值 1 元），发行价格为每

股 43.80 元。截至 2011 年 5 月 26 日，公司募集资金总额为 87,600.00 万元，实际收到募

集资金 83,490.40 万元（已扣除证券承销费及保荐费用），扣除相关发行费用 924.30 万元，

募集资金净额为 82,566.10 万元。 

上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证，并由其出具

（2011）京会兴验字第 1—009 号《验资报告》，公司对募集资金实行专户存储。 

（二）本报告期募集资金使用情况及结余情况 

截至 2019 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 51,259.56 万元，累计银行存款账

户利息收入和现金管理收益扣除手续费净额为 17,711.59 万元，其中 2019 年半年度实际

使用募集资金金额为 1,146.29 万元，2019 年半年度银行存款账户利息收入和现金管理收

益扣除手续费净额为 995.18 万元，截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金账户余额合计为

49,018.13 万元。 

募集资金存放与投入情况具体如下： 

项目 金额（万元） 

截至 2018 年 12 月 31 日募集资金账户余额 49,169.25 

减：物联网及智能可穿戴设备核心技术及产品研发项目 1,146.29 

加：利息收入和现金管理收益扣除手续费净额 995.18 

截至 2019 年 6 月 30 日募集资金账户余额 49,018.13 

二、募集资金存放和管理情况 

（一）募集资金的管理 
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为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《首次公开发行股票并在创

业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《创业

板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用（2014 年 12 月修订）》

等法律、法规和规范性文件的要求，结合实际情况，公司制订了《北京君正集成电路股

份有限公司募集资金管理办法》。根据公司《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资

金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用；同时，为

提高闲置募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，结合公司募集资金实际使用

情况，公司对闲置募集资金在一定额度内进行了现金管理，投资于安全性高、流动性好、

有保本约定的理财产品。 

截至报告期末，公司分别在中国民生银行股份有限公司北京成府路支行、华夏银行

北京知春支行、厦门国际银行股份有限公司北京中关村支行开设了募集资金的存储专户，

并分别签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所募集资金三方

监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

及其他相关规定的要求，协议的履行不存在问题。 

（二）募集资金存储情况 

截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户情况如下： 

单位：元 

募集资金存储银行名称 账号 账户余额 存储方式 

中国民生银行股份有限公

司北京成府路支行 
0132014170003652 1,222,331.49 活期 

中国民生银行股份有限公

司北京成府路支行 
 10,000,000.00 理财 

中国民生银行股份有限公

司北京成府路支行 
 50,000,000.00 

理财 

中国民生银行股份有限公

司北京成府路支行 
 26,000,000.00 

理财 

中国民生银行股份有限公

司北京成府路支行 
 32,000,000.00 理财 

小计  119,222,331.49  

华夏银行北京知春支行 10276000000390761 285,449.45 活期 

小计  285,449.45  

厦门国际银行股份有限公 8016100000003056 174,673,499.86 活期 
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司北京中关村支行 

厦门国际银行股份有限公

司北京中关村支行 
 96,000,000.00 理财 

厦门国际银行股份有限公

司北京中关村支行 
 100,000,000.00 理财 

小计  370,673,499.86  

合计  490,181,280.80  

三、本报告期募集资金的实际使用情况 

（一）募集资金投资项目的资金使用情况 

本报告期公司募集资金实际使用金额 1,146.29 万元，截至本报告期末公司累计使用

金额 51,259.56 万元，募集资金使用情况对照表详见本报告附表一。 

（二）超募资金使用情况 

1、2011 年 5 月，公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币 82,566.10 万元，

募投项目承诺投资额 32,661.00 万元，超募资金金额为 49,905.10 万元。2012 年 4 月公司

调整“研发中心建设项目”投资总额，原承诺投资总额 3,388.00 万元，变更后的投资总额

为 3,142.00 万元，减少支出 246.00 万元转入超募资金管理。 

2、为充分利用地方优势，降低公司整体运营成本，利用地方丰富的人力资源及相对

较低的人工成本优势，更好地进行产业布局和企业发展的整体规划，经公司 2013 年 12

月 17 日召开的第二届董事会第十次会议和 2014 年 1 月 3 日召开的 2014 年第一次临时股

东大会审议通过，公司决定使用超募资金 14,000.00 万元在合肥高新技术产业开发区投资

成立全资子公司。2014 年 2 月，公司完成了全资子公司合肥君正科技有限公司的设立工

作。 

3、经公司 2018 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第二十一次会议和 2018 年 5 月 4

日召开的 2017 年年度股东大会审议通过，公司使用超募资金 9,500 万元对公司全资子公

司合肥君正科技有限公司进行增资，以进行合肥君正二期研发楼的建设。2018 年 12 月，

公司完成了对全资子公司合肥君正科技有限公司的增资工作。 

4、经公司 2019 年 7 月 31 日召开的第四届董事会第七次会议审议，公司拟使用结余

募集资金和超募资金及部分募集资金利息（含现金管理收益）45,613.30 万元支付公司重

大资产重组部分现金对价，该事项尚需公司股东大会审议通过方可生效。 

5、截至本报告期末，公司超募资金余额为 26,651.10 万元，其中部分存放于募集资

金专户，部分用于购买银行保本型理财产品。 
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

截至本报告期末，公司变更募集资金投资项目及变更后募集资金使用情况表详见本

报告附表二。 

（一）便携式消费电子产品用多媒体处理器芯片技术改造项目 

鉴于国内 PMP 市场受移动互联网终端产品的冲击持续衰退，消费电子市场已经发生

了较大变化，继续“便携式消费电子产品用多媒体处理器芯片技术改造项目”的研发已无

法达到理想的投资回报，实施该项目存在较大风险，经公司 2012 年 10 月 18 日召开的第

一届董事会第十九次会议和 2012 年 11 月 16 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议

通过，公司终止了“便携式消费电子产品用多媒体处理器芯片技术改造项目”。该项目计

划投资总额 8,721.00 万元，截至项目终止时累计投入金额为 324.30 万元。 

（二）研发中心建设项目 

根据公司 2012 年 4 月 5 日第一届董事会第十五次会议审议通过的《关于变更募集资

金投资项目实施地点和实施金额及延期实施的议案》，对募集资金投资项目“研发中心建

设项目”的实施地点和实施金额及项目预计完成时间进行了变更。该项目原实施地点为北

京市海淀区中关村软件园区内 1,760 平方米租赁区内，变更后的实施地点位于中关村软

件园二期（西扩）起步区 J-2 地块；原承诺投资额 3,388.00 万元，变更后的投资额为 3,142.00

万元，减少支出 246.00 万元转入超募资金专户管理；原预计完成时间为 2012 年 5 月 31

日，变更后的完成时间为 2013 年 12 月 31 日。 

由于公司研发基地建设工作比预期有所延后，致使“研发中心建设项目”的实施进度

受到影响，经公司 2013 年 10 月 17 日第二届董事会第九次会议审议通过，“研发中心建

设项目”的预计完成时间由 2013 年 12 月 31 日变更为 2014 年 12 月 31 日。 

截至 2014 年 12 月 31 日，“研发中心建设项目”实施完毕，项目累计投入金额为

1,810.31 万元，结余募集资金 1,331.69 万元。结余的主要原因为，公司本着节约、合理

及有效的原则使用募集资金，严格控制各项支出，并对各项资源进行合理调度和优化配

置，充分考虑资源的共通性，节省了项目费用。研发中心建设项目的实施为其他项目提

供了基础技术支撑和研发保障，满足了公司在未来几年内保持具有市场领先优势的 CPU

核心技术的研发要求。 

（三）便携式教育电子产品用多媒体处理器芯片技术改造项目 

根据市场发展变化趋势，结合公司实际情况，为避免在市场变化时出现募集资金投
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资无法收回的风险，经公司 2014 年 3 月 27 日第二届董事会第十一次会议和 2014 年 4

月 24 日召开的 2013 年年度股东大会审议通过，公司将“便携式教育电子产品用嵌入式处

理器芯片技术改造项目”变更为“物联网及智能可穿戴设备核心技术及产品研发项目”，变

更后的项目总投资额为 13,991.00 万元。截至募投项目变更时，“便携式教育电子产品用

嵌入式处理器芯片技术改造项目”累计投入金额为 2,138.74 万元。 

“物联网及智能可穿戴设备核心技术及产品研发项目”将使用“便携式教育电子产品

用嵌入式处理器芯片技术改造项目”的剩余资金 6,026.26 万元、已终止的募集资金投资项

目“便携式消费电子产品用多媒体处理器芯片技术改造项目”终止后的部分结余资金

6,980.56 万元、以及“移动互联网终端应用处理器芯片研发及产业化项目”完结后的结余

资金 984.18 万元。截至本报告期末，“物联网及智能可穿戴设备核心技术及产品研发项

目” 本报告期投入金额为 1,146.29 万元，累计投入金额为 12,083.39 万元。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。公司已披露的相关信息不

存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。 

 

附表一：募集资金使用情况对照表 

附表二：变更募集资金投资项目情况表 

 

北京君正集成电路股份有限公司 

董事会 

二〇一九年八月一日 
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附表一： 

募集资金使用情况对照表 

 单位：万元 

募集资金总额  82,566.10 
本报告期投入募集资金总额  1,146.29 

报告期内变更用途的募集资金总额  0.00 

累计变更用途的募集资金总额  15,653.14 
已累计投入募集资金总额  51,259.56 

累计变更用途的募集资金总额比例  18.96% 

承诺投资项目和超募

资金投向 

是否已

变更项

目(含部

分变更) 

募集资金承

诺投资总额 

调整后投

资总额(1) 

本报告期投入

金额 

截至期末累计

投入金额(2) 

截至期末累计

投入金额与总

投资金额的差

额(3)＝(2)-(1) 

截至期末

投资进度

(%) (4)＝

(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本报告期实

现的效益 

是否达

到预计

效益 

项目可

行性是

否发生

重大变

化 

承诺投资项目  
          

便携式教育电子产品

用嵌入式处理器芯片

技术改造项目 

是 8,165.00 2,138.74 0.00 2,138.74 0.00 100.00 不适用 0.00 否 是 

便携式消费电子产品

用多媒体处理器芯片

技术改造项目 

是 8,721.00 324.30 0.00 324.30 0.00 100.00 不适用 0.00 否 是 

移动互联网终端应用

处理器芯片研发及产

业化项目 

否 12,387.00 12,387.00 0.00 11,402.82 -984.18 92.05 2013/5/31 0.00 否 否 

研发中心建设项目 是 3,388.00 3,142.00 0.00 1,810.31 -1,331.69 57.62 2014/12/31 0.00 是 否 

物联网及智能可穿戴

设备核心技术及产品
否 0.00 13,991.00 1,146.29 12,083.39 -1,907.61 86.37 2020/04/24 601.00 不适用 否 
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研发项目 

承诺投资项目小计  32,661.00 31,983.04 1,146.29 27,759.56 -4,223.48   601.00   

超募资金投向  

投资成立合肥君正科

技有限公司 
否 14,000.00 14,000.00 0.00 14,000.00 0.00 100.00 2014/2/14 532.95 不适用 否 

向合肥君正增资以投

资建设合肥君正二期

研发楼 

否 9,500.00 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00 100.00 2018/12/20 0.00 不适用 否 

超募资金投向小计  23,500.00 23,500.00 0.00 23,500.00 0.00 -  532.95   

合计  56,161.00 55,483.04 1,146.29 51,259.56 -4,223.48   1,133.95   

未达到计划进度或预

计收益的情况和原因 

1、鉴于国内 PMP 市场受移动互联网终端产品的冲击持续衰退，消费电子市场已经发生了较大变化，继续“便携式消费电子产品用多媒体处理器芯片技术

改造项目”的研发已无法达到理想的投资回报，实施该项目存在较大风险，经公司 2012 年 10 月 18 日召开的第一届董事会第十九次会议和 2012 年 11 月

16 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过，决定终止该投资项目。 

2、截至 2013 年 5 月 31 日，“移动互联网终端应用处理器芯片研发及产业化项目”完结。由于移动互联网终端产品市场的销售受软件生态等因素影响，市

场拓展一直严重受阻，致使该项目未能达到预计收益，项目累计亏损 4,605.02 万元。 

3、2013 年以来，教育电子市场中高端学习机产品逐渐被学生平板所替代，在芯片产品的性能需求上，学生平板和普通消费类的平板电脑趋于一致。鉴于

国内平板电脑市场竞争越来越激烈，芯片提供商需要不断跟进新的生产工艺，从而导致越来越高的研发和生产成本，而教育电子作为一个行业类市场，高

端产品的市场容量有限，如果公司仅为满足教育电子的高端需求而进行新工艺产品的开发，将会带来成本无法收回的风险。为避免在市场变化时出现募集

资金投资无法收回的风险，并综合考虑电子市场的发展趋势，经公司 2014 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第十一次会议和 2014 年 4 月 24 日召开的 2013

年年度股东大会审议通过，公司将“便携式教育电子产品用嵌入式处理器芯片技术改造项目”变更为“物联网及智能可穿戴设备核心技术及产品研发项目”。 

4、“物联网及智能可穿戴设备核心技术及产品研发项目”设立初期，物联网市场仍处于探索阶段，公司根据市场发展态势不断调整技术研发和产品规划的

进度，以确保募投项目投资的安全稳健。近两年来随着市场发展，物联网类产品逐渐从概念走向具体产品，产品呈多样化发展趋势，公司也处于在该市场

推广的重要阶段，同时，针对物联网市场的产品特点和未来发展趋势，公司拟推出更高性能、更具竞争力的芯片产品。因此，经公司 2017 年 3 月 23 日召

开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，公司对“物联网及智能可穿戴设备核心技术及产品研发项目”进行了延期，将原计
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划完成时间由 2017 年 4 月 24 日调整为 2019 年 4 月 24 日。2018 年度，国内物联网及智能可穿戴设备市场均处于蓬勃发展的重要时期，公司在这些领域

中积累了深厚的市场基础和技术基础，为及时抓住市场发展机会，不断扩大公司的市场份额，为公司带来更多的经济效益，公司需要根据目前的市场发展

趋势和产品需求情况继续推出更高性能和性价比的芯片产品。因此，经公司 2019 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议

审议通过，公司对“物联网及智能可穿戴设备核心技术及产品研发项目”进行延期，将原计划完成时间由 2019 年 4 月 24 日调整为 2020 年 4 月 24 日。 

项目可行性发生重大

变化的情况说明 

1、鉴于国内 PMP 市场受移动互联网终端产品的冲击持续衰退，消费电子市场已经发生了较大变化，继续“便携式消费电子产品用多媒体处理器芯片技术

改造项目”的研发已无法达到理想的投资回报，实施该项目存在较大风险，经公司 2012 年 10 月 18 日召开的第一届董事会第十九次会议和 2012 年 11 月

16 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过，决定终止该投资项目。 

2、2013 年以来，教育电子市场中高端学习机产品逐渐被学生平板所替代，在芯片产品的性能需求上，学生平板和普通消费类的平板电脑趋于一致。鉴于

国内平板电脑市场竞争越来越激烈，芯片提供商需要不断跟进新的生产工艺，从而导致越来越高的研发和生产成本，而教育电子作为一个行业类市场，高

端产品的市场容量有限，如果公司仅为满足教育电子的高端需求而进行新工艺产品的开发，将会带来成本无法收回的风险。为避免在市场变化时出现募集

资金投资无法收回的风险，并综合考虑电子市场的发展趋势，经公司 2014 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第十一次会议和 2014 年 4 月 24 日召开的 2013

年年度股东大会审议通过，公司将“便携式教育电子产品用嵌入式处理器芯片技术改造项目”变更为“物联网及智能可穿戴设备核心技术及产品研发项目”。 

超募资金的金额、用途

及使用进展情况 

1、2011 年 5 月，公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币 82,566.10 万元，募投项目承诺投资额 32,661.00 万元，超募资金金额为 49,905.10 万元。

2012 年 4 月 5 日公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点和实施金额及延期实施的议案》，对募集资金投资项目

“研发中心建设项目”的实施地点和实施金额进行了变更，变更投资额后结余的 246.00 万元转入超募资金管理。 

2、为充分利用地方优势，降低公司整体运营成本，利用地方丰富的人力资源及相对较低的人工成本优势，更好地进行产业布局和企业发展的整体规划，

经公司 2013年 12月 17日召开的第二届董事会第十次会议和 2014年1月 3日召开的 2014年第一次临时股东大会审议通过，公司决定使用超募资金 14,000.00 

万元在合肥高新技术产业开发区投资成立全资子公司。2014 年 2 月，公司完成了全资子公司合肥君正科技有限公司的设立工作。 

3、经公司 2018 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第二十一次会议和 2018 年 5 月 4 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过，公司使用超募资金 9,500 万

元对公司全资子公司合肥君正科技有限公司进行增资，以进行合肥君正二期研发楼的建设。2018 年 12 月，公司完成了对全资子公司合肥君正科技有限公

司的增资工作。 

4、经公司 2019 年 7 月 31 日召开的第四届董事会第七次会议审议，公司拟使用结余募集资金和超募资金及部分募集资金利息（含现金管理收益）45,613.30

万元支付公司重大资产重组部分现金对价，该事项尚需公司股东大会审议通过方可生效。 

5、截至本报告期末，公司超募资金余额为 26,651.10 万元，其中部分存放于募集资金专户，部分用于购买银行保本型理财产品。 

募集资金投资项目实

施地点变更情况 

公司于 2012 年 4 月 5 日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点和实施金额及延期实施的议案》，对募集资金

投资项目“研发中心建设项目”的实施地点进行了变更，原实施地点为北京市海淀区中关村软件园区内 1,760 平方米租赁区内，变更后的实施地点位于中关

村软件园二期（西扩）起步区 J-2 地块。 
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募集资金投资项目实

施方式调整情况 
不适用 

募集资金投资项目先

期投入及置换情况 

2011 年 9 月 15 日，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的“（2011）京会兴核字第 1-041 号”《关

于北京君正集成电路股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司以募集资金 1,843.24 万元置换预先已投入募集资金投资项目“移动互联

网终端应用处理器芯片研发及产业化项目”的自筹资金。 

用闲置募集资金暂时

补充流动资金情况 
不适用 

项目实施出现募集资

金结余的金额及原因 

1、根据招股说明书中披露的项目完成时间及项目总投资额，“移动互联网终端应用处理器芯片研发及产业化项目” 达到预定可使用状态的日期为 2013 年

5 月 31 日，募集资金承诺投资总额为 12,387.00 万元。截至 2013 年 5 月 31 日，该投资项目已经完结，实际投资总额为 11,402.82 万元，结余募集资金 984.18

万元。结余的主要原因为，公司从项目的实际情况出发，本着节约、合理及有效的原则使用募集资金，并且公司结合自身的技术优势和经验，充分利用现

有的设备资源，减少了新设备的购置，节省了设备购置费用，致使募集资金出现结余。 

2、根据招股说明书及公司董事会决议，“研发中心建设项目”预计完成时间为 2014 年 12 月 31 日，募集资金承诺投资总额为 3,142.00 万元。截至 2014 年

12 月 31 日，该投资项目已经完结，实际投资金额为 1,810.31 万元，结余募集资金 1,331.69 万元。结余的主要原因为，公司本着节约、合理及有效的原则

使用募集资金，严格控制各项支出，并对各项资源进行合理调度和优化配置，充分考虑资源的共通性，节省了项目费用，致使募集资金出现结余。 

尚未使用的募集资金

用途及去向 
截至报告期末，公司尚未使用的募集资金部分存放于募集资金专户，部分用于购买保本型理财产品。 

募集资金使用及披露

中存在的问题或其他

情况 

无 

公司负责人：刘强                         主管会计工作的负责人：叶飞                       会计机构负责人：李莉 
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附表二： 

变更募集资金投资项目情况表 

 单位：万元 

变更后的项目 对应的原承诺项目 

变更后项目拟

投入募集资金

总额(1) 

本报告期实

际投入金额 

截至期末实际累

计投入金额(2) 

截至期末投资进

度(%)(3)=(2)/(1) 

项目达到预定可

使用状态日期 

本报告期实现

的效益 

是否达到预

计效益 

变更后的项目可行性

是否发生重大变化 

无 

便携式消费电子产

品用多媒体处理器

芯片技术改造项目 

324.30 0.00 324.30 100.00 不适用 0.00 否 否 

研发中心建设项目 研发中心建设项目 3,142.00 0.00 1,810.31 57.62 2014/12/31 0.00 是 否 

物联网及智能可穿

戴设备核心技术及

产品研发项目 

便携式教育电子产

品用多媒体处理器

芯片技术改造项目 

13,991.00 1,146.29 12,083.39 86.37 2020/04/24 601.00 不适用 否 

合计  17,457.30 1,146.29 14,218.00   601.00   

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 

1、鉴于国内 PMP 市场受移动互联网终端产品的冲击持续衰退，消费电子市场已经发生了较大变化，继续“便携式消费电

子产品用多媒体处理器芯片技术改造项目”的研发已无法达到理想的投资回报，实施该项目存在较大风险，经公司 2012

年 10 月 18 日召开的第一届董事会第十九次会议和 2012 年 11 月 16 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过，决

定终止该投资项目。 

2、公司于 2012 年 4 月 5 日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点和实施

金额及延期实施的议案》，对募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地点进行了变更，原实施地点为北京市海淀区

中关村软件园区内 1,760 平方米租赁区内，变更后的实施地点位于中关村软件园二期（西扩）起步区 J-2 地块，变更后结

余的 246.00 万元转入超募资金的管理，并将预计完成时间由 2012 年 5 月 31 日延期至 2013 年 12 月 31 日。由于公司研

发基地建设工作比预期有所延后，致使“研发中心建设项目”的实施进度受到影响，经 2013 年 10 月 17 日公司第二届董事

会第九次会议审议通过，“研发中心建设项目”预计完成时间由 2013 年 12 月 31 日延期至 2014 年 12 月 31 日。 

3、2013 年以来，教育电子市场中高端学习机产品逐渐被学生平板所替代，在芯片产品的性能需求上，学生平板和普通

消费类的平板电脑趋于一致。鉴于国内平板电脑市场竞争越来越激烈，芯片提供商需要不断跟进新的生产工艺，从而导
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致越来越高的研发和生产成本，而教育电子作为一个行业类市场，高端产品的市场容量有限，如果公司仅为满足教育电

子的高端需求而进行新工艺产品的开发，将会带来成本无法收回的风险。为避免在市场变化时出现募集资金投资无法收

回的风险，并综合考虑电子市场的发展趋势，经公司 2014 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第十一次会议和 2014 年 4 月

24 日召开的 2013 年年度股东大会审议通过，公司将“便携式教育电子产品用嵌入式处理器芯片技术改造项目”变更为“物

联网及智能可穿戴设备核心技术及产品研发项目”。 

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 

1、鉴于国内 PMP 市场受移动互联网终端产品的冲击持续衰退，消费电子市场已经发生了较大变化，继续“便携式消费

电子产品用多媒体处理器芯片技术改造项目”的研发已无法达到理想的投资回报，实施该项目存在较大风险，经公司 2012

年 10 月 18 日召开的第一届董事会第十九次会议和 2012 年 11 月 16 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过，决

定终止该投资项目。 

2、“物联网及智能可穿戴设备核心技术及产品研发项目”设立初期，物联网市场仍处于探索阶段，公司根据市场发展态

势不断调整技术研发和产品规划的进度，以确保募投项目投资的安全稳健。近两年来随着市场发展，物联网类产品逐渐

从概念走向具体产品，产品呈多样化发展趋势，公司也处于在该市场推广的重要阶段，同时，针对物联网市场的产品特

点和未来发展趋势，公司拟推出更高性能、更具竞争力的芯片产品。因此，经公司 2017 年 3 月 23 日召开的第三届董事

会第十五次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，公司对“物联网及智能可穿戴设备核心技术及产品研发项目”进

行了延期，将原计划完成时间由 2017 年 4 月 24 日调整为 2019 年 4 月 24 日。2018 年度，国内物联网及智能可穿戴设备

市场均处于蓬勃发展的重要时期，公司在这些领域中积累了深厚的市场基础和技术基础，为更好地把握市场发展机会，

进一步扩大公司在这些应用领域中的市场份额，公司需要根据目前的市场发展趋势和产品需求情况继续推出更高性能和

性价比的芯片产品。因此，经公司 2019 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通

过，公司对“物联网及智能可穿戴设备核心技术及产品研发项目”进行延期，将原计划完成时间由 2019 年 4 月 24 日调

整为 2020 年 4 月 24 日。 

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 

公司负责人：刘强                         主管会计工作的负责人：叶飞                       会计机构负责人：李莉 


